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Machine pour faire les 
microsoudures en aluminium 
Avec du fil soit  18µm/25µm/33µm/50µm/75µm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wedge-bonding 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle de câblage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



Capillaire   l 

Machine pour faire les bumps en or 
Avec un fil de 25µm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cycle de câblage 
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Machine FLIP CHIP 
 

Collage de la  puce  retournée pour une connexion 
électrique soit par THERMOCOMPRESSION   ou 

THERMOSONIC 
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  Puce  retournée   
 
 
 

 

 
 

Câblage par fil 
Puce 

 

 
Plots métallisés 

Remplissage sous-jacent 
 

Billes de soudures                                                    Connecteurs 

 
Couche d’électrons sous-jacente

 
 

Dans le domaine des semi-conducteurs, la puce retournée (traduction de flip chip) est une des techniques utilisée 

pour effectuer les connexions électriques. 
 

La puce est retournée car, à l'inverse du câblage par fil (trad. wire bonding) où les surfaces pour les soudures (ou 

contacts) doivent se trouver dans le même sens, pour la technique de la « puce retournée » les surfaces doivent 

être face-à-face (soit en sens opposé). La puce est donc bien retournée (par rapport au câblage par fil). 

Le terme « puce à bosses » est parfois employé, car sur les contacts, il y a des billes ou bosses pour la soudure au 

boîtier. 
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Machine à sérigraphie 
Soit des pâtes ou encres en 
couches épaisses 

 

 
 

Dispositif 

Plaque chauffante 
(Séchage à 125°C) 
Pour éliminer le solvant 

 
 

Etuve 
Traitement thermique à 850°C 
pour solidifier la surface 

 

 
 
 
Masque à sérigraphie 
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La toile, principal composant de l’écran, se définit par : 
 Le diamètre de fil   . d . 
 Le pourcentage d’ouverture 
 Le nombre de meshs (nombre de fils par pouce 

25,4 mm) est fonction de diamètre du fil es du 
maille  . W . 
 
Pour une toile déterminée, la somme  . d + W . 
est constant 
 
Le pourcentage d’ouverte de la toile  . Fₒ . se 
définit par :  
 

𝐹ₒ =
ௐ ²

(ௐାௗ) ²
 × 100  
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1)  Sérigraphie 
 Le même motif est déposé sur chaque 

substrat. 
 Le râcle force la pâte à travers les ouvertures 

du masque. 
 On laisse ensuite la pâte se niveler quelques 

min.    
 
2) Séchage 

  Conditions typiques : 150°C, 15min 
 En étuve ventilée (solvants inflammables !!!)  

 
3) Cuisson 

 Normalement en four a bande 
 Dans la plupart des cas, séchage séparé en 

étuve 
 Au début, évacuation des composants du 

véhicule organique 
 Ensuite, frittage + réaction chimiques & 

changements de phase 
 Plateau de 850°C, 10 min = ‘’standard’’ 
 Temps de passage, entre 30 min et 1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACHINE DE DECOUPE 
 
 

 
Fonctionnement : 

 
La scie de précision permet de découper et de structurer de 
nombreux matériaux tels que le silicium, le verre, le quartz, le 
niobate de lithium…, mais également d’effectuer des polissages 
simultanément aux découpes sur le silicium et le niobate de 
lithium. La scie de précision permet ainsi de séparer des 
dispositifs mais également d’en créer. 
Lors de la découpe à la scie DISCO DAD 321, les dispositifs 
sont collés sur un film adhésif, maintenus par le vide et 
découpés avec une lame annulaire refroidie par eau. 
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